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Efeito do biofilme na superficie do Cobre em meio citrato (pH acido).
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Introducao

A corrosdo microbiana na superficie metalica esta
associada com microrganismos ou aos produtos das
atividades metabdlicas deste incluindo enzimas,
exopolimeros, &cidos organicos e inorganicos.
Estes podem alterar as reacdes eletroquimicas,
anddicas e/ou catddicas na interface metal/biofilme
[1]. Esse depédsito tem efeito negativo,
incrementando a diminuicdo da eficiéncia e da vida
atil do material metalico [2]. Por outro lado, o cobre
é um metal com uma alta condutibilidade e
resisténcia a corrosdo. Por isso, este estudo tem
como objetivo avaliar o comportamento do cobre
imerso em solugdo com ions citrato em meio acido
na presenca do fungo Aspergillus niger. Para este
efeito, recorreram-se as técnicas de
espectrofotometria de absor¢cdo atdbmica e as
técnicas de microscopia eletrdnica de varredura e
espectroscopia de energia dispersiva por raios-X.

Resultados e Discussao

A Figura 1 exibe a variagcdo da perda de massa e a
variagcdo da concentracdo de ions cobre na solugdo
em funcao do tempo de imerséo.
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Figura 1. Gréafico (a) Perda de massa em fungéo do tempo de
imersdo na auséncia e na presenca do fungo Aspergillus. Gréfico
(b) concentracéo de fons cobre em fungdo do tempo de imerséo na
auséncia e presenca do fungo.

Observa-se que para a curva do gréafico (a), ocorre
uma perda de massa crescente para o intervalo de
28 dias onde o valor da taxa de corrosao é de 0,08
mg/cm’h. Porém, para a curva referente a presenca
do fungo Aspergillus niger, nota-se que a partir de
14 dias ocorre uma diminui¢éo na perda de massa.
O valor da taxa de corrosdo é de 0,00ng/cmzh.
Neste intervalo, a formacdo de biofilme na
superficie. Na curva do grafico (b) observa-se um
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aumento na concentracdo de ions cobre na solugéo
na auséncia do microrganismo evidenciando a
dissolucdo do metal. Por outro lado, a curva
referente a presenca do microrganismo, evidencia o
decréscimo da taxa de dissolugdo. Possivelmente,
ocorre 0 acumulo de biofilme, impedindo a difusdo
de ions cobre para a solucao.
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Figura 2. Micrografia da superficie do cobre: (a) com biofilme e
(b) biofilme retirado.

As imagens micrograficas apresentadas na Figura 2
(@) revelam a formacdo de um biofilme, material
polimérico extracelular (MPE), decorrente do
crescimento do microrganismo na solucdo. E
notado que este biofilme é uniforme, criando
regibes de aeracdo diferencial induzindo, portanto,
a corrosédo localizada, como é observada na Figura
2 (b). Esta imagem indica ainda que ndo houve
produtos insollveis (tais como Oxidos de cobre),
aderidos na superficie metélica.

Conclusoes

Conclui-se que o fungo se adaptou a solugdo e com
14 dias de crescimento houve a deposicdo de
biofilme na superficie metalica diminuindo a
dissolucéo do metal na solucgéo.
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